
Treiberplatine

und Wärmeanbindung

Kühlkörper

Passiv gekühlte, niederinduktive Aufbaukonzepte 

für kaskadierbare Leistungen

Mechatronischer Aufbau von

kaskadierbaren Umrichtermodulen

Heatspreader

und Stromsensorik

Kunststoff-

Auflage

Mouldmodule

mit Fixierung

Verschienung

Thermische

Barriere

Platinen-

träger

und Wärmeanbindung

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Christoph Weber, +49 431 2102583, christoph.weber@fh-kiel.de; Prof. Dr. Ronald Eisele, +49 431 2102581, ronald.eisele@fh-kiel.de
Markus Bast M. Eng., +49 431 2102576, markus.bast@fh-kiel.de 

Fachhochschule Kiel, Institut für Mechatronik, Grenzstr. 5, 24149 Kiel, www.fh-kiel.de/kesh

3 Liter

Volumen
mit beiden Kühlkörpern

5kW

P

Leistungsdaten
gemäß Fahrprofil

Wirkungsgrad

>97%

Lösung 1

15 Liter

Volumen
mit beiden Kühlkörpern

15kW

P

Leistungsdaten
gemäß Fahrprofil

Lösung 2

Kühlkörper

(Leistungselektronik)


